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Anforderungsstufe 1 12
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 um
terminal area 4-6 um tin plating

Koplanaritat der Anschlisse < 0,1 mm

coplanarity area of termination < 0,1 mm "vergrosserte Lotpads
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*enlarged solder pads
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